
代县高新芯片产业园项目

一、项目名称：代县高新芯片产业园项目
二、申报单位：代县招商服务中心

三、申报单位简况：行政单位

四、项目概况

（一）项目建设内容及规模：在代县园区占地2000亩，主要建设芯片产业园，包括芯片上游的原材料和在各生产环节的主要生产设备，集成电路中芯片设计、晶圆加工、封装和测试，以及芯片应用的通信设备（包括手机）、PC/平板、消费电子、汽车电子等下游行业。芯片技术的研发机构及其相关配套设施。
（二）项目投资估算（万元）：总投资1500亿元

（三）项目配套条件：场地、道路、水、电、气、通讯及其它配套设施。

（四）项目市场预测及效益分析：国产高端芯片缺失、制造芯片工序繁杂、中国芯片产业与欧美日相差甚远，此项目建成以后，配套可研机构研发高新芯片，填补国内芯片缺失，带动经济发展。

五、项目进展情况

（一）政策：符合国家、产业政策及山西省产业规划；

（二）核准（备案）：未核准或备案；

（三）土地、环保：符合国家土地政策及环保规定

（四）项目可行性研究报告及项目建议书：正在编制中

（五）项目前期进展情况：正在筹备中

六、拟引资方式：合资、合作、独资及其它

七、招商方向：资金、人才、技术

八、申报单位联系方式

地址：代县人民政府院内西一楼

联系人：程贵武
手机：13935084350
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